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Wireclip: Direktkontaktierung
mit geringem Einbauraum

Mit der »Wireclip«-Technologie, einer rationellen Board-to-
Wire-Losung fiir die sichere Direktkontaktierung, zielt der Steck-
verbinderhersteller Provertha auf Automotiveanwendungen ab.
Laut Unternehmensangaben lasst sich die Technik auch in sicher-
heitsrelevanten Systemen im Kfz einsetzen.

Die patentierte »Wireclip«-Tech-
nologie erméglicht eine schnelle
und vibrationssichere Kontaktie-
rung von Standard-Einzeladern,
ungeschirmten oder geschirmten
Mantelleitungen auf der Leiter-
platte mit sehr geringem Platzbe-
darf. Da keine weiteren Kontakt-
elemente, Crimp- oder Lotkontak-
te, erforderlich sind, entstehen
auch keine zusitzlichen Uber-

WireClip von Provertha

gangswiderstinde. Insbesondere
dann, wenn Einzellitzen von
Hand direkt auf eine Platine ein-
gelotet werden miissen, obwohl
die Fertigung ansonsten automa-
tisiert ist, eignet sich der WireClip
als eine Alternative. Weitere Ein-
satzmoglichkeiten sind Anwen-

dungen, bei denen die Konfekti-

onskosten gesenkt werden sollen
oder eine vorgegebene Bauhohe
nicht tiberschritten werden darf.
Denn der WireClip von Provertha
gewahrleistet eine sichere Verbin-
dung fiir vorkonfektionierte und
fixierte Einzellitzen oder Rundka-
bel bei einer Bauhohe von nur 4,5
mm (iiber der Platine). Laut Un-
ternehmensangaben lassen sich
mit einem Handgriff alle Einzel-

litzen komplett in der Platine
fixieren. Diese schnelle Montage
sorgt nicht nur fiir eine Zeit- und
Kostenersparnis bei der Bestii-
ckung, sondern auch fiir zuverlds-
sige Verbindungen ohne monta-
gebedingte Fehlerquellen. Mit
einem integrierten Rastclip, der
auch als Zugentlastung dient,
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ldsst sich der WireClip sicher in
der Platine verankern. Der fiir die
Automobiltechnik  zugelassene
Kunststoff-Clip ist temperaturbe-
standig und verfligt iiber ein genau
definiertes Rastermafs. Der Wire-
Clip besteht aus einem speziell
konstruiertem Kunststoffteil, in

das verdrillte und verzinnte Ein-
zeladern gesteckt, mit einer spe-
ziellen Vorrichtung abgewinkelt
und auf Maf gekiirzt werden. Da-
durch entsteht eine Wire-to-Board-
Steckverbinderlgsung mit konfek-
tionierten Einzeladern, die ratio-
nell in die Platine eingesetzt wer-
den kann. Die andere Seite des Ka-
bels ldsst je nach Applikation mit
einem weiteren WireClip oder mit
einem beliebigen Steckverbinder-
system konfektionieren. (cp) H



